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1

?puru solicitar PATEVTE DE INVEVCION por 20 afios ':

1

‘@ nombre de CROVN CITY PLATING CO.

i

entidad / dexnugionalidadc  norteamericans,

con domicilio en 4350 Temple City Boulesvard, El Monte, Cali

fornia, Estados Unidos de América

por: "I PROCEDIMIENTO DE CHAPADO NO ELECTROLITICOM
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En los pocos Ultimos afios se ha desarrollado

una demanda muy considerable de chapado metsilico sobre
articulos no conductores. Esto ha sucedido particular-
mente con articulos de plastico. En el producto acabado
se combinan las caracteristicas deseables inherentes por’
separado & los dos materiales componentes, lo que ofre—-
ce ventajas téenicas y estéticas para su ubilizacidn en
numerosas aplicaciones. Por ejemplo, las,oaracteristicasg
de poco peso y fécil formacidn, que han contribuido al
uso extenso de los pldsticos, se hacen mds ubilizables
cuando estdn combimndas con las propiedades mecdnicas ¥y
gfecto decorative atractivo proporeionados por log re-
vestimientos metalicos. BEstos factores promefen que la
wtilizacidn de estos productos continuard expandidndose
a més ¥ méds cempos. :
Dado que los plasticos no son conductores elég;
tricos, la produccidn de pldsticos chapados de metal im '
plica preliminarmente la deposicidn quimica, o fbrmacién;
de chapado, de una capa mebalica conductora sobre la su.
perficie plistica, procedimiento denominado chapado no %
electrolitico. Después, si se requiere, se pueden depo-

sitar electrdliticamente espesores adicionales de meta~

les, a partir de soluciones de sal metalica, sobre la -

capa no electrolitica. Diversos pldsticos pueden ser chg

pados no electroliticamente segun se ha descrito antes, :
incluyendo, aungue sin limitarse a ellos, el écrilonitrg:
lo-butadieno-estireno (ABS), epdxidos, polipropileno, po
liestireno y polisulfonas., Sobre estos substratos plis~ ;
tigos se deposita no electroliticamente una capa metdli

ca, tipicamente cobre o niquel. Después, si se requiere,
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se pueden depositar“eleotroliticamente, sobre la capa -
no electrolitica, cspesores metdlicos adicionales, tipi
camente de cobre, niguel o cromo.

En la preparacidn de pldsticos para el chapa-
do no electrolitico, cl pldstico es sometido a una se-
cuencia de operaciones antes de la deposicidn de metal
no electrolitica. La superficie pldstica es acondicio-
nada, generalmente por ataque quimico, para producir una
microporosidad, Bl pldstico acondicionado es sometido -
luego a un tratamiento por el que es activado para la -
deposicidn no electrolitica de metal. Aunque se puede —
usar un tratamiento en una etapa, se emplea mas comin-
nente un tratamiento en dos etapas, en el que el pléstg
co ez, sucesivamente, "sensibilizado" y “activado". En
términos generales, la primera étapa impiica la inmer-
sidn en una solucién de cloruro estannoso-dcido clorhi-
drico, nara sensibilizer la superficie pldstica por ad-
sorcidn de iones estannosos. Esto es seguido por inmer-
sidn en una solucidn de una sal de metal noble, por ejem
plo cloruro de paladio, para activar el pldstico por una
reaccidn que tiene como resultzdo la reduccidén de los -
iones de metal noble al metal. La pelicula de metal no~
ble sobre el articulo pldstico actla entonces como cata
lizador, en el bafio metdlico no electrolitico a gue se
lleva el articulo pldstico activado. Las operaciones an
tes descritas, con aclarados y limpiezas intermedios, -
son blen conocidas y ampliamente practicadas en la tée- 3
nica del revestimiento no electrolitico con cobre y ni- |

quel.

Pambidn se conoce en la técnica una variedad
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de formulaciones de cobre y niquel no electrolitico. Por"“'

ejemplo, las formulaciones Ge cobre no electrolitico cop
sisten esencialmente en una sal cuprica soluble, tal co
1o swifeto de cobre; un agente formador de complejos con:
el idén ctprico, tal como sal de Rochelle; un hidrdxido
alecalino para ajuste del pH; un radieal carbqnato como
tampdn; y un agente reductor del idn clprico, tal como
formaldehido. El mecanismo por el que losobjetos que =
?ienen superficies catalizadas, por ejemplo pliastico -
que ‘tiene paledio metal caﬁalitieorsobre su superficie,
como se ha discutido antes, son chapados con cobre autg
cataliticamente en Hales soluciones, ha sido ex pllcado

en la llberatura, por ejemplo en la patente ne 2.874, 072,
expedida el 17 de febrero de 1959. :

Sin -embargo, las soluciones de chapado no elegé
trolitico antes Gescritas estdn sujetas a rapida descom :
posicidn. Esto es debido en parte a la naturalezs cata-
1{tica de la reaccidn de chapado. Muchas susiancias, in
cluyendo el cobre, acero, niquel, hierro, paladio, oro,
plate, e incluso las particulas de polvo, son cataliticas:
pera estas soluciones. Egtas particulas crecen en el sg ‘
nb de la solucidn y, si son suficientemente numerosas,
pueden iniciar la precipitacidn y descomposicién.

Hasta ahora, por ejemplo, ha sido necesario usar
recipientes revestidos de pldstico para los bafios de chgf
pado no electrolitico, ya que los recipientes metélicos,:
tales como los recipientes de acero inoxidable, serian
chapados, con la consiguiente pérdida de productos qui-
nicos valiosos. Incluso en los recipientes revestidos -~

de pldstico, las rayas del revestimienmbto tiencn como re

-4 -
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sultado la iniclacidn de descomposicion, ebido a que = |

las rayas proporcionan huecos dentro de los cuales se — |
concentra el hidrdgeno nroducide durante la reaccidn de
chapado.

La necesidad de estabilizar los bafios de cha—
pado no electrolitico, pare minimizar la descomposicidn,
ha gido reconocida. Para ello se han afladido a las solu
ciones de chapado no electrolitico inhibidores o los 1lla
mados “venenos" cataliticos, ‘tales como compuestos gue
tienen un radical carbonato, por ejemplo carbonato sdédi
co, bicarbomzato sddico, carbonato cUprico. Sin embergo,
dado que estos compuestos también retrasan la velocidad
a que tiene lugar el chapado no electrolitico, ha habido:
unz limitacidn prdctica a la utilizacidn de tales compues
tos en concentrzciones suficientes para proporciomar es
tabilidad de la solucidn a largoe plazo. Por razones sim;l

~lares,las temperaturas elevadas del bafio, aungue se sgg
be de ellas que ticnen la ventaja de aumentar la veloci
dad de deposicidn, generzlmente no han sido usadas debi
do a que tales temperaturas promueven también la descom
posieidn,

Por fanto, ha exlstlao la necesidad ae medios
por los que se pudieran eot abilizar los bziios de chapa-
do no electrolitico, para uso a largo plazo, sin afectar
adversamente a las velocidades de chapado. Tales medios f
reducirian los coies quimicos y-de produccion, y téndriaﬁ
como resulbtzdo mayores eficacias de la operacidn.

Ta presente invencidn permite usar un baflo de
chapado no electrolitico, muy estable, sin efecto adver

g0 sobre las velocidades de chapado. En relacidn al pro

-5 -
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e

tico se incluye la etapa de sumergir un artieulo, que -

tiene un metal noble catalitico sobre su superficie, en
une solucidén de chapado no electrolitico, para iniciar
la deposicién Gel metal de chapado sobre el articulo, = °
El articulo es retirado cuanio se ha depositado una pelif
cula delgada de metal de chapado sobre la superficie delf
articulo. Luego se sumerge el articulo en un bafio de -
ghapado no eleetrolitico, que *tiene unz concentracidn -
de un inhibidor suficiente para evitar la deposgicidn de
metal de chapado sobre un articulo que tenga la super-
ficie de metal noble catalitico, pero que no evita la dg"
posicidn de metal Ge chapado sobre un articulo que ten- '
ga la pelicula delgada de metal de chapado. :

Para mayor conveniencia, el bafio en que se de
posita la pelicula delgada de metal de chapado es denomi
nado aqui bafio “de adherencia", mientras glie el bafio en ;
que se deposita>metal de chapado aficional se denomina
bafio "de chapado".

Se reconocerd que la deposicidn no electroli-
tica de metal de chapado tiene lugar tanto en el beafio de;
atherencia como en €l bafio de chapado. EBn el bafio de - .
adeherencia, la deposicidn de metal de chapado es inicig :
da por el metal noble catalitico que estd sobre la supe_:_c'_j
fiecie no conductora; en ¢l bafio de chapado, la deposicié@
de metal de chapado es catalizada por la pelicula delga
da de metal de chapado depositada en el bafio de adheren
cia,

La concentracidn de inhibidor en el bafio de -

-6 -
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chapado es tal que, si ¢l artfculo gue tiene unz super= '

ficie de metal noble catalitico fuera llewmdo directa-
mente al bafio de chapado, sin pasar primero por el bailo
de adherencia, no se depositaﬁia sobre el articulo nada
de metal de chapado, La concentracidn de inhibidor en —
el bafio de chapado asegura la formacidn de un bafio muy
estable, dado que una concentracidn de inhibidor suficieﬁ
te para evitar el chapado ge una superficie catalizada
actia también evitando la descomposicidn debida a la -
presencia de otros contamimantes metdlicos.

Las composiciones usadas en el bafio de adheren.

cia pueden ser cualesquicra de las empleadas usualmente

© para la deposicidn no electrolitica de metal de chapado

sobre un articulo no conductor. Cuando el procedimiento
de la invencidn es utilizado para el chapado no electro
1{tico de cobre, se usa en el bafio de adherencia una so
lucidn usual de chapado no electrolitico de cobre, a tem
pergtura ambiente. IEn las formulacliones de bafios de re- '
vegtimiento no electrolitico de cobre se ineluyen, por
ejemnlo, los siguientes compucstos en solucidn acuosa,

dentro de los intervalos expusstos a continuacidn:

Ingrediente Concentraciéq.molar
Sal clprica soluble 0,02 = 0,15
Agente formador de complejo 0,03 ~ O?;5
Agente reductor 0,05 = 1,50
Ajustador del pH suficiente para dar pH-
de 12 a 14

Dado cue en el bafio de adherencia solo se e~

posita una pelicula delgada de cobre, su volumen puede
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ser pequefio, de manera que la solucidn puede ser repueg
ta o despreciada a medida que tenga lugar la descompo-
sicidn. Por esta razén, el batio de adherenciz puede tra
bajar sin inhibidor, o con una cantidad de inhibidor pe
gueiia,

En el chapado no electrolitico con cobre, se
ha hallado que los inhibidores wds eficaces son cianuros
solubles en agua. Entre ecllos ge incluyen log cianuros A
de metal alcalino tales como cianuro potdsico y cianuro
sédico, cianuros metdlicos complejos, ¥y nitrilos solu~
bles en agua, que son compuestos orgénicoé en los que =~
se ineluye un grupo -CN. En las formulaciones de baiios
de dhapédo no electrolftico de cobre, dentro del ambito
de la invencidn, se incluyen compuestos dentro de los -

intervalos expuestos a continuacidn:

Ingrediente Concentracidn molar i
Sel clpricas soluble 0,02 - 0,15
Agente formador de complejo 0,03 -~ 0,;5
Agente reductor : 0,05.- 1,50
Hidrdxido alcalino (hasta pH 12-12) - 0,10 - 2,0
Cianuro inhibidox 0,0015 - 0,24
Agua, suficiente para 1le-

gar a 1 litro

Se reconocera que las concentraciones de agente formador
de comple jo y de agente reductor estan relacionadas con
las concentraciones de idn clprico en solucidn, y que -
el limite superior de agente reductor solo lo es por -~
conveniencia y economia, dado que concentracionss inclu

so altas no afectarian adversamente al comportamiento -

-8
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de la solucidn. - E
Por el procedimicnto de la presente invencidn
se hace posible también hacsr funcionar el bafio de chapsg,
do a una temperatura elevada, sin problemas significati
vos de descomposicidn. De csta manera se consiguen las
ventajas de altas velocidades de chapado, resultado del
trabajo a temperaturas elevadas, sin la pérdida consi-
guiente de productos quimicos valiosos, y sin problemas

de nroduceidn.

Doscripeidn detallada de la invencidn

Para mayor conveniencia, la descripcidn deta-
1lada del procedimiento y solucidn de la presente in~
vencidén se hace con referencia 2l chapado no electroli-
tico con cobre de acrilonitrilo~butadieno-estireno, de-
nominado en lo sucesivo pléstico ABS. El acondicionamien
to y activacidn del nldstico son descritos en general,
ya que cctas ectapas no son parte de la invencidn, como
tales,

Um pieza moldeada de pldstico ABS es limpia-
da, pre-atacads quimicamente con un disolvente quimico
orgdnico, si se requiere, y atacada quimicamente luego
en un bafio quimico de atague, tal como una mezcla de -
deidos crémico y sulfdrico. Tras limpiar el articulo atg’
cado, incluycndo su aclarado en un limpiador alcalino, '
a8l erticulo ss sensibilizado en un bafio de cloruro es-
tannoso-dcido clorhidrico, y luego es activado en un ba
fio de una sal noble, tal como clorurc de paladio, para
proporciomr un metal noble catalitico sobre la superfi

cie del pldastico. Tras aclarar para eliminar el exceso

-9 -
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de paladio de la superficie Gel artieulo, es llevado al
bafio de adherencia que forma parte del procedimiento se
¢ . « 2
gun la presente invencion.
Fl bafio Ge adherencia puede ser una solucidn
usual de chapado no electrolitico con cobre, que tiene

una formulacidn tal como la siguiente:

Inerediente Gonc entracidn
Sal de Rochelle 34 g/litro
Sosa caustica 12 g/1litro
Sulfato de cobre ; g/litro
Carbonato sddico 6 g/litro
Formaldehido 25 eo/litro
Agua, suficiente para llg

gar a 1 1litro

El bafio de adherecncia es mantenido tipicamente’
a temperatura ambiente. El articulo de pldstico, con pa l
ladio metdlico sobre su superficie, es sumergido en el
bafio de adherencia durante de aproximadamente 30 seg a
sproximadamente 3 min, y luego es retirado. Este es un
periodo de immersidn suficiente pars permitir la deposi
cidn de una peliecunla delgada de cobre sobre toda lz su~- :
perficie del artfculo. El bafic de adherencia, ademds de
para preparar el articulo para la deposicidn en el baflo
de chapado no electrolitico, sirve también como colector!
de la mayor parte de los conbaminantes que, de lo contrg4
rio, pasarian directamente ol bafio de chapado.

Al sacarlo del bafio de adherencia, el articu-
lo de pléstico gue tiene un delgado depdsito de cobre -

es llevado directamente al bafic de chapado no eleotroli

- 10 -
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tico de cobre. Parz aumentar la velocidad de chapado, co

mo e ha deserito antes, cste ballo es mantenido a una -
temperatura constante elevads, preferiblemente 2 una -
temperaturs comprendida dentro del intervalo de 32 a -
609C, Bl siguiente es un ejemplo de una formulacidn pa—

rg el bafio de chapado de cobre:

Bjemplo 1
Ingrediente Conc entracidn molar

Sulfato de cobre 0,036

Sal de Rochelle 0,138
Bicarbonato sddico 0,11
Pormaldehido 0,11
Hidrdxido sddico libre 0,125

Cianuro potdsico 0,006

Agua : suficiente para lle-~

gar a 1 litro

El hidrdxido sddico libre antes mencionado es aquella -
cantidad que es adicional respecto a la cantidad reque-
rida pare formar el guelato y para convertir el blcarbo
nato sddico de la solucidn en carbonato sddico.

I1 artfoulo de pldetico es rotenido en el bafio
de chapado electrolitico durante un periodo de 3 a 6 min,
Durante ecste periodo de tiempo se deposita el espesor -
adicional de cobre suficiente para permitir el subsiguien
te chapado metdilico electrolitico. Tras retirarlo del -
bafio de chapado no electrolitico, el articulo es aclarz -
do y empapado, ¥y, i se reguiere un chapado electrolitg’

co, es llevado al procedimiento de galvanoplasiia.

-1 -
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Tos articulos de ABS moldeado han sido acondi |

cionados y activados como se ha deserito antes, y llevg
dos luego a un bofio de adherencla de cobre, a temperatu
ra ambiente, gue tiene una formulacidn similar a la del
ejemplo antes presentado. Ios articulos que tienen wn -
delgado depdsito supcrficial de cobre fueron sumergidos
luego en un hafio de chapado gue tendfa la composicidn -
del anterior ejemplo 1. EL bafio fué nantenido a unz tem
peratura de 412C. El tiemno total de inmersidn en los -
dos baflos fué del orden de 4 a 5 nin. La adherencia de
los revestimiento no electroliticos de cobre asi deposi
tados fué mayor de 9,1 kg, sogin se mide por el ensayo
usual de pelado. Ia solucidn delbaiio de chapsdo fué map
tenida en funcionamiento durante un periodo de 2 a 3 me
ges, sin descomposiciénAsignifioativa ¥ con um reposi-~
cidn minima de productos quimicos.

Dado que hay cierta tendencia a que el inhibi
doxr redugea la velocidad de chapado a medica que aumen—
ta su concentracidn, es preferible mantener la concen-
tracidn de inhibidor a un nivel suficiente para suprimir}
1a deposicidn de cobre sobre superficies que no sean el
delgado revestimiento de cobre sobre el articulo de plégz
tico. Sin embargo, si se requieren mayores concentracio
nes Ge inhibidor pere asegurer que la solucidn esid es-
tabilizada, la velocidad de chapado puede ser wmenienida
sustancialmente constente aunentando la concentracidn de .
idn clprice junfo con Jlas concentraciones de agenbte re-
ductor y caustico. Los ziguientes ejemplos de inhibidor—
agente reductor-cgustico proporcionsdos, en zoluciones

acuosas, servirdn para ilustrar mds la prdetica del nro

- 12 -
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cedimiento.

Zjenplo 2
Ingrediente Concentracidn molar
Sulfzto de cobre 0,02
° Sal de Rochelle 0,096
Bicarbonato &ddico 0,11
Formaldchido 0,06;
Cianuro potdsico 0,0016
Hidré:ido =dédico libre 0,1
10 Temperatura 382C
Ljemplo 3
Inzrediente Concentracidn molar
i ~ Sulfato de cobre 0,084
15 Sal de Rochelle ’ 0,188
| Bicarbonmato sddico 0,11
Formaldehido 0,40
Cianuro potdsico 0,10
Hidrdxido sédico libre 0,30
20 Temperatura 462C
Ljemnlo 4
Insrediente Concentracidn molar
o Sulfato de cobre 0,11
= Sal de Rochelle 0,41
Pormaldehido 0,80
Gianuro potdeico 0,24
Hidrdéxddo sédico libvre 0,625
30 Temperatura 492C

1.10.70 : - 13 -
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Los articulos de pldastico acondiciomados, sen

e w Teos ar e At ere e

.« ' sgibilizados y activados como se ha descrito antes fueron:

sumergidos, tras la immersidn en un baifio de adherencia

segin se ha descrito antes, en bafios que tenian formula
ciones corresponiientes a cada uno de los ejemplos ante

riores, y fueron mantenidos a la femperatura indicada -~

para cada uno. Los articulos de pldstico chapados en cg

o 8 e St st ke

da uno fueron provistos de unos revestimientos muy adhe %
rentes de cobre no electrolitico. Por inmersidn en la -

10 ' solucidn de bafio de chap.do de los cjemplos 1 a 4, de -

articulos que tenfan un metol noble catalitico sobre sus .
i superficies, sin pesar primero talee articulos por el =~
bafio de adherencia, no se deposité cobre sobre los arti
culos . ;

15 : Por el procedimiento de la ivrosente invencidn

se puede usar ung formulacidn muy estabilizade, no sen-

sible, en el bafio de chapado no electrolitico, sin Ges-

composiclidn significativa duranﬁe'largo periodo de tiem
 ?‘; po, Ademds, esta soluoidn puede ser usada en recipien- |
20?'-f,A tes de acero inoxidable con calentadores y filtros de =
acero inoxidable. Como resultado de la estabilidad comm
., nicada a la solucidn, se evitan las rugosidades o los -
i é llamados "bultos" en el dendsito de chapado, ¥ se puede i
L hacer trabajar el bafio de chapado no electrolitico a tem§
25_:;; | peraturas elevadas, con los consiguientes @erfeccionamieg
- " tos de 1z economia de las velocidades de produceidn. i
El procedimicmbo ¥y solucidn de la vresente in
E vencidén son utilizables también con articulos que, aun~ E
que lifteralmente gean conductores, tiene estados o carac

30 : teristicas que impiden la aplicacidn de corriente de -

1,10.70 i -1 -



densidad suficlente nara chapar satisfactoriamente por
« o+ chapado electrolitico usual. Esto sucede, por ejemplo,
respecto o los pogzos y devpresiones en articulos de ace—
. 1 término "no conductor", tal como se usa aqui con
5 ; reforencia 2 la prdetica de la presente invencidn, pre-
tende abarcar tales estados o carazcterisgticas.

La invenecidn, en sus asnectos mas amplios, no
egtd linitada a las oporaciones v composiciones especi-
ficas descritas, y se enbenderd que se pueden hacer mo=

10 Gificaciones sin salir del dmbito de la invencidn segin
es reivindicada., |

Lo, presénﬁe goliecitud, gue corresvonde a la pre
sentadn en Detados Unidos de Amdrica, el 20 de Agosto -

de 1969, bajo el N2 851,762, se acoge az los beneficilos

15 del Artfculo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad In
dugtrial,
20~
REIVINDICACIONES
25

Tos puntos de invencidn propia y nueva, que -

esentan para que scan objeto de esta soliecitud de
tente de Invencidn en Bspalin, por VEINTE afios, son =
os siguientes:

1.~ Un procedimiento de chapado no electroli-
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tico, caracterizado por las etapas de sumorgir un artioy = v

lo, que %iene un metal noble catalitica sobre su superfi:
13

cie, en una primera solucién de chapada no electroliti-

H

co, para iniciar la deposicidn del metal de chapado so-

bre el articulo; retirar el articulo cuando se haya de-

e

positado un ddgado revestimicnbto de metal de chapado sO

bre la superficie del ariticulo; y sumergir el arifculo
en una segunda solucién_ae chapado no electrolitico, =
qiie fiene una concentracién de un inhibidor que es sufi
10 * clente pare impedir la deposicidén de metal de chapado -
sobre un articulo que tenga la superiicie de metal no-
ble cgtalitico, pero que no impide la deposicidn de me—
tal de chapado sobre un artfculo que tenga el delgado ~
revesﬁimienﬁo de metal de chapado.

15 2.~ Un procedimiento segin la reivindicaecidn
1, donde el articulo es de plastico .

3.~ Uni procediniento segin la reivindicacidn

1, donde el metal de chapado es cobre,

R

L 4.~ Un procedimiecnto Ge chapado no electroli-
P D

20::,_ i tico con cobre, caracterizado por las etapas de sumer-
:¢“: ¢ gir un erticulo, que tiene un metal noble catalitico so
bre su superficle, en una primera solucidn de chapado -
‘1o electrolitico con cobre, para iniciar la deposicidn
e . de cobre sobre el artfculo; retirer el articulo cuando
25 i"f % se haya depositado un delgado revestimiento de cobre so

i breqla superficie del articulo; y sumergir el articulo.

w ]

o
B ’ /

‘ i?y/una segunda solucidn de chapado uno electrolitico con
3‘ Lobre, que tiene una concentracidn de-inhibidor que es

=16 -
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tico, pero que no impide la deposicidn de cobre sobre -

un articulo que tenga el delgado revestimiento de cobre,

5.~ Procedimiento segin la reivindiocacidn 4,
donde ¢l inhibidor es un cianuro soluble en agua.

6.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 4,
donde la segunda solucidn de revestimiento no electroli
tico con cobre ¢s mantenida a una temperatura sustancial
mente conctante, comprendila entre 32 y 60eC.

7.- Procedimiento segln la reivindicacidn 5,
donde 1a concentracién de cianuro estd comprendida en-—
tre 0,0015 y 0,24 moles por litro de solucidn.

8.- Procedimiento segln la reivindicacidn 5,
donde la segunda solucidn comprende una solucidn acuosa
en la que se incluyen sal ciprica soluble de 0,02l a =
0,15M; agente formador de complejos con iones cipricos,
de 0,03M a 0,75¥; agente reductor, al menos 0,05lf; un -
hidréxido alcalino para dar un pH comprendido entwre 12
¥ 143 y cianuro solublc en agua, de 0,0015M a 0,24M.

9.~ Un procedimiento de chapado no electroli-
tico.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que -
antecede y con log fines que ge han especificado.

Esta NMemoria consta de diccisiete hojas escri

tas a mdquine por uns sola cara.

uaasid, -3 0T 1970
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